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	第四届未来半导体产业发展大会
演讲参会报名表（代合同）

	
	2022年6月28-30日     重庆国际博览中心

	单位名称
	

	单位地址
	

	联系人
	
	电子邮箱
	

	手机号码
	
	邮政编码
	

	分享会场
	(主论坛     (专题论坛                   （20分钟）

	演讲费用
	小写：                                大写：          

	1.根据中国政府新冠防疫要求，所有参会人员须身份实名登记，请您完整详细填写后递交组委会，做好日程安排准时参会。时间：2022年6月28-30日  地点：重庆国际博览中心
2.请完整填写《演讲参会报名表》并签字盖章后递交组委会，并于5个工作日内将费用汇入组委会指定账户。收到全款后，组委会将为参会单位开具税务局认可的等额发票。

3.大会由承办方重庆市福祥会展服务有限公司负责款项收取、发票、现场服务等事项。组委会指定帐号为：
收款单位：重庆市福祥会展服务有限公司
收款帐号：3100032609100046654
开户银行：工商银行重庆龙头寺支行

4.由不可抗拒因素致使展会不能如期举办（如战争、地震等自然灾害），主办单位有权更改展期，并不承担由此产生的任何法律经济责任。
5.为大会顺利举行，在组委会确认其参会资格后，参会单位不得取消参会计划，若演讲嘉宾有调整，需及时告知组委会，并提供更换后的演讲嘉宾信息。

6.PPT尺寸比例为16:9，请于2022年6月20日前将确定版PPT讲义传至组委会邮箱1248554892@qq.com，以便提前调试。



	参展单位确认以上内容
	此表填好后请传至：

	
	重庆市福祥会展服务有限公司（印 章）

	授权代表签字盖章：
	重庆市渝北区美悦 星都A栋15-11
邮编：401122

	
	联系人：

	日    期：   2022   年     月     日
	电话： 

	(印  章)
	E-mail:


